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WYKLAD ABSOLWENCKI

Zastosowanie technologii
montazu powierzchniowego
oraz nowoczesnych systemow
inspekcji optycznej
w przemysle elektronicznym.



W RYS HISTORICZNY ROZWOJU ELEKTRONIKI
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Intel pokazal tranzystory grafenowe o szybkosci 100 GHz, ktore moga
osiggnac nawet 1000 GHz, technologia w praktyce po 2014 roku.
Technologia 32 nm; > 2 mld tranzystoréw w mikroprocesorze!
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W MONTAZ PRZEWLEKANY I POWIERZCHNIOWY

Montaz przewlekany Montaz powierzchniowy
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w TECHNOLOGIA SMT 1 PODZESPOLY SMD

Cztery lata po zbudowaniu przez firme Intel pierwszego mikroprocesora, czyli w roku 1975,
pojawila sie nowa technologia produkeji — technologia montazu powierzchniowego oraz
podzespoly w obudowach dostosowanych do tej technologii.
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Technologia montazu powierzchniowego wymusila standaryzacje elementéw elektronicznych
i uyjednolicenie ich geometrii tak, zeby mozliwe bylo ich ukladanie na plytkach za pomoca
automatow produkcyjnych.
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W OPERACJE KONTROLNO - POMIAROWE

Operacje kontrolno

v' element zostal ¢
v jest to wlasci
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w TYPOWE WADY W TECHNOLOGII SMT

niedobor lutu,

nadmiar lutu,

nieprawidlowy ksztalt polgczenia lutowanego,
brak polaczenia,

zwarcie (mostkowanie),

efekt kuleczkowania,

efekt nagrobkowy,

niewlasciwe osadzenie elementu SMD,

brak elementu,

niewlasciwy element;

element uszkodzony,
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~.martwy” element.
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M AUTOMATYCZA INSPEKACJA PASTY
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Zastosowanie automatycznej inspekcji optycznej pozwala na:

v skrbcenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie operacji
kontrolno — pomiarowych,

v" kompleksowa weryfikacje polaczen lutowanych na plytce
obwodoéw drukowanych,

v" mozliwo$¢ inspekeji pasty lutowniczej ‘przed rozpoczeciem
montazu powierzchniowego,

v' mozliwo$¢ zbierania danych statystycznych dotyczacych
wykrytych wad,

v' poprawe jakos$ci produktow finalnych dzieki polepszonej
wykrywalnos$ci bledow powstalych w procesie produkcyjnym.
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Dziekuje za uwage
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